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Diagram
Schema
Ñõåìà

Dimensions
Abmass

Ðàçìåðû

For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 11 mm

Für BGA  und Ähnlichen (z.b. TQFP) 
mit der Seite 11 mm

Äëÿ ñèñòåì BGA è ïîäîáíûõ (ò.ê.:  TQFP) 
ñ áîêîâîé ñòîðîíîé 11 ìì.

RE-BN11

Equipment for assembly and removal of SMD/BGA
Anlagen für ein und ausmontieren SMD/BGA
Ïðèáîðû äëÿ ìîíòàæà è äåìîíòàæà SMD/BGA

• 

• 

• 

Modern, high quality equipment 
   for production, repair and rework 
   of electronics.

Produced in Poland, in accordance 
   to the most required standards.

The quality of products confirmed 
   by well-known European laboratories.

Square nozzles labeled RE- BNxx (BGA Nozzle) are recommended mainly for BGAs. 
Nozzles mentioned above are called “open” as a result of hot air being blown out via special 
air ducts. Consequently, the nozzle is tightly squared to PCB surface, reaching BGA thoroughly.         
Square nozzles labeled RE- PNxx (Pipe Nozzle) are universal stream nozzles.
Nozzles are snap mounted by using special adapter.

Die Köpfen mit Zeichen RE-BNxx (BgaNozzle) haben Quadratdurchschnitt und man empfiehlt 
sie besonders für BGA, das sind Köpfen geöffnetes Typs, d.h. die heisse Luft wird durch Kanale entfernt, dadurch kann 
der Kopf eng an die gedruckte Platte anliegen und die Luft geht über ganze BGA.
Die Köpfen mit Zeichen RE- PNxx (PipeNozzle) sind Universalkopfe mit Strömung.
Die Köpfen sind sperrlössig montiert, verwendet mit dem besonderen Adapter.

Ãîëîâêè ñ îáîçíà÷åíèÿìè RE-BNxx (BgaNozzle) èìåþò êâàäðàòíûé ñðåç è ðåêîìåíäîâàíû äëÿ ñèñòåì BGA.
Ãîëîâêè ñ îáîçíà÷åíèÿìè RE-PNxx (PipeNozzle) ÿâëÿþòñÿ óíèâåðñàëüíûìè ñòðóìåííûìè ãîëîâêàìè.
Ãîëîâêè ìîíòèðóþòñÿ íà ïðóæèííóþ çàù¸ëêó ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíîãî àäàïòåðà.

Catalogue number
Katalognummer

Íîìåð ïî êàòàëîãó

• Αnlagen

• 

• 

 höchster Qualität geeignet für Produktion 
   und für Bedienung elektronischer Anlagen.

Hergestellt in Polen übereinstimmend 
  mit erforderlichen Standarten.

Die Qualität der Waren bestätigen führende 
  Europäische Labor.

.

• Ñîâðåìåííûå èíñòðóìåíòû âûñîêîãî êà÷åñòâà 
   äëÿ ïðîèçâîäñòâà è ñåðâèñà ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ.
• Ïðîèçâåäåíû â Ïîëüøå â ñîîòâåòñòâèè ñ ñàìûìè 
   âûñîêèìè Åâðîïåéñêèìè ñòàíäàðòàìè.
• Êà÷åñòâî èçäåëèÿ ïîäòâåðæäåíî â âåäóùèõ Åâðîïåéñêèõ 
   ëàáîðàòîðèÿõ.

RE-BN13

RE-BN15

RE-BN19

RE-BN21

RE-BN23

RE-BN25

Universal nozzle - diameter 3 mm

Universalkopf mit Durchmesser 3 mm

Óíèâåðñàëüíàÿ ãîëîâêà ñ äèàìåòðîì 3 ìì

Universal nozzle - diameter 5 mm

Universalkopf mit Durchmesser 5 mm

Óíèâåðñàëüíàÿ ãîëîâêà ñ äèàìåòðîì 5 ìì

Universal nozzle  8 mm- diameter

Universalkopf mit Durchmesser 8 Mm

Óíèâåðñàëüíàÿ ãîëîâêà ñ äèàìåòðîì 8 ìì

RE-PN30

RE-PN50

RE-PN80

Diagram
Schema
Ñõåìà

Dimensions
Abmass

Ðàçìåðû

Catalogue number
Katalognummer

Íîìåð ïî êàòàëîãó

For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 13 mm

Für BGA  und Ähnlichen (z.b. TQFP) 
mit der Seite 13 mm

Äëÿ ñèñòåì BGA è ïîäîáíûõ (ò.ê.:  TQFP) 
ñ áîêîâîé ñòîðîíîé 13 ìì.

For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 15 mm

Für BGA  und Ähnlichen (z.b. TQFP) 
mit der Seite 15 mm

Äëÿ ñèñòåì BGA è ïîäîáíûõ (ò.ê.:  TQFP) 
ñ áîêîâîé ñòîðîíîé 15 ìì.

For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 19 mm

Für BGA  und Ähnlichen (z.b. TQFP) 
mit der Seite 19 mm

Äëÿ ñèñòåì BGA è ïîäîáíûõ (ò.ê.:  TQFP) 
ñ áîêîâîé ñòîðîíîé 19 ìì.

For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 21 mm

Für BGA  und Ähnlichen (z.b. TQFP) 
mit der Seite 21 mm

Äëÿ ñèñòåì BGA è ïîäîáíûõ (ò.ê.:  TQFP) 
ñ áîêîâîé ñòîðîíîé 21 ìì.

For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 23 mm

Für BGA  und Ähnlichen (z.b. TQFP) 
mit der Seite 23 mm

Äëÿ ñèñòåì BGA è ïîäîáíûõ (ò.ê.:  TQFP) 
ñ áîêîâîé ñòîðîíîé 23 ìì.

For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 25 mm

Für BGA  und Ähnlichen (z.b. TQFP) 
mit der Seite 25 mm

Äëÿ ñèñòåì BGA è ïîäîáíûõ (ò.ê.:  TQFP) 
ñ áîêîâîé ñòîðîíîé 25 ìì.

For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 27 mm

Für BGA  und Ähnlichen (z.b. TQFP) 
mit der Seite 27 mm

Äëÿ ñèñòåì BGA è ïîäîáíûõ (ò.ê.:  TQFP) 
ñ áîêîâîé ñòîðîíîé 27 ìì.

For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 31 mm

Für BGA  und Ähnlichen (z.b. TQFP) 
mit der Seite 31 mm

Äëÿ ñèñòåì BGA è ïîäîáíûõ (ò.ê.:  TQFP) 
ñ áîêîâîé ñòîðîíîé 31 ìì.

For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 35 mm

Für BGA  und Ähnlichen (z.b. TQFP) 
mit der Seite 35 mm

Äëÿ ñèñòåì BGA è ïîäîáíûõ (ò.ê.:  TQFP) 
ñ áîêîâîé ñòîðîíîé 35 ìì.

For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 37,5 mm

Für BGA  und Ähnlichen (z.b. TQFP) 
mit der Seite 37,5 mm

 
Äëÿ ñèñòåì BGA è ïîäîáíûõ (ò.ê.:  TQFP) 
ñ áîêîâîé ñòîðîíîé 37,5 ìì.

RE-BN27

RE-BN31

RE-BN35

RE-BN37

Nozzles / / Köpfen   Ãîëîâêè

www.reeco.info
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Wide airflow regulation - soldering without components 
and solder paste displacement. 
Removal of large components is possible 
(also on multilayer boards). 
Optimized heating power combined with intelligent 
microprocessor control - advisable for most of SMD/BGA 
applications.
Easy 4 zone profile creation.

Die breite Regulierung des Löten ohne  
Komponenten- und Lötfettausblasung, Demontage 
von grossen Teilen (auch auf Vielschichtplatten). 
Optimale Heizkörperkraft verbundet mit intelligenter Steuerung 
bearbeitet mit fast allen Elementen SMD/BGA.
Neueste Steuerungen durch Mikroprozessoren. 
Leichtes  Programmieren in 4 Profilstufen beim Löten.

Øèðîêèé äèàïàçîí ðåãóëèðîâêè ñèëû äâèæåíèÿ 
âîçäóõà - ïàéêà áåç ðàçäóâàíèÿ êîìïîíåíòîâ 
è ïàÿëüíîé ïàñòû, à òàêæå äåìîíòàæ ýëåìåíòîâ 
áîëüøèõ ðàçìåðîâ (òàêæå íà ìíîãîñëîéíûõ ïëèòêàõ).
Îïòèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ãðåþùåãî ýëåìåíòà 
è èíòåëëèãåòíîå óïðàâëåíèå - ðàáîà ïðàêòè÷åñêè 
ñî âñåìè ýëåìåíòàìè SMD/BGA.
Ïðîäâèíóòîå ìèêðîïðîöåññîðíîå óïðàâëåíèå. 
Ë¸ãêîñòü â ïðîãðàììèðîâàíèè 4 çîíîâûõ 

 

  

Microprocessor control
Mikroprozessorische Steuerung

Ïðîäâèíóòîå ìèêðîïðîöåññîðíîå 
óïðàâëåíèå.  

Thermocouple  temperature measurement

  

Dampfterme - Temperaturmessung
Òåðìîïàð - èçìåðåíèå 

òåìïåðàòóðû.

Vacuum tweezer

  
Unterdruckpinzette

Ïíåâìàòè÷åñêèé ïèíöåò.

Wide offer of nozzles 
(see page 8)

Grosse Kopfwahl (Seite 8)
Áîëüøîé âûáîð ãîëîâîê 

(ñìîòðè ñòð.8)

Station RA-250e / Station  RA- 250e / Ñòàíöèÿ RA-250e

230 Vac

250W ( 350 )max.

0
100- 450 C

System Power Requirements: 
Stromversorgung:
Ïèòàíèå:

POWER:

    
Stromverbrauch: 
Ðàñõîä ìîùíîñòè :

Temperature range:

       
Die Regulierung der Temperatur:
Äèàïàçîí ðåãóëèðîâêè òåìïåðàòóðû:

The station for assembly and removal of SMD/BGA
Station für Montage und Überholungen SMD/BGA
Ñòàíöèÿ äëÿ ìîíòàæà è ðåìîíòà SMD/BGA

2-20 L/min

0,2 Bar

200X150X230 mm

Air flow range:  
Die Regulierung der Luftströmung:
Ïðåäåëû ðåãóëèðîâêè ïðîõîæäåíèÿ âîçäóõà:

Pneumatic tweezer vacuum: 
Unterdruck der pneumatischen Greifer: 
Âíóòðåííåå äàâëåíèå ïíåâìàòè÷åñêîãî çàõâàòà:

Power supply adaptor dimensions:
Abmessungen des Speisevorrichtung: 
Âíåøíèå ðàçìåðû áëîêà ïèòàíèÿ: 

Wide offer of ESD products / / Sehr grosse Auswahl antistatischer Fabrikaten  
 Î÷åíü áîëüøîé âûáîð àíòèñòàòè÷åñêèõ èçäåëèé  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Microprocessor controlled station equipped 
   with programmable profiles system,

Large, contrast display enables programming 
   and soldering process control,

Pressure tweezer and thermometer with external 
   thermocouple build in,

Enables manual or automatic control of outer device 
   e.g. board heater,

3 working modes available: manual, automatic (according 
   to previously programmed profile), profile programming,

RA-250E is a part of professional SMD/BGA rework kit, 
   if used together with optional preheater and stand.

• Anlage mit Mikroprozessor gesteuert und einem System, 
   der das Programmieren der Profile ermöglicht.
• Grosser kontrastreicher Kontrollempfänger erleichtert 
   das Programmieren und  die Kontrolle des Arbeitsprozess.
• Eingebaute Unterdruckpinzette und Thermometer mit 
   äusserer Dampfterme.
• Es  ermöglicht die Steuerung mit äusserer Anlage
   (manuell oder automatisch) z.B. mit Plattenheizkörper.
• 3 Arbeitsmöglichkeiten: manuelle, automatische 
   (nach programmierten Profilen) und Programmieren.
• Es ist die Basis zur Herstellung des professionellen 
   Reparaturstandes durch Ausbau des Heizkörpers 
   und Gestells für SMD/BGA.

• Ìèêðîïðîöåññîðíîå óïðàâëÿåìûé ïðèáîð ñ ñèñòåìîé 
   ïðîãðàììèðóåìûõ ïðîôèëåé
• Áîëüøîé êîíòðàñòíûé äèñïëåé, îáëåã÷àþùèé 
   ïðîãðàììèðîâàíèå è êîíòðîëü ïðîöåññà
• Âñòðîåííûé ïíåâìàòè÷åñêèé ïèíöåò è òåðìîìåòð 
   ñ âíåøíèì òåðìîïàðîì
• Cîçäà¸ò âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ âíåøíèì ýëåìåíòîì 
   (ðó÷íîå ëèáî àâòîìàòè÷åñêîå), íàïðèìåð, ïîäîãðåâàíèå 
   ïëàò
• 3 ðåæèìà ðàáîòû: ðó÷íîé, àâòîìàòè÷åñêèé 
   (â ñîîòâåòñòâèè ñ çàïðîãðàììèðîâàííûì ïðîôèëåì) 
   è ïðîãðàììèðîâàíèå
• Ïîñëå äîïîëíåíèÿ ïîäîãðåâàòåëåì è øòàòèâîì ñòàíîâèò 
   îñíîâó äëÿ ñîçäàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàáî÷åãî ìåñòà 
   äëÿ ðåìîíòîâ SMD/BGA 



Microprocessor controlled ultrasound cleaners are technologically 
advanced systems for production and service purposes. 
Wide range of process parameters make it possible to remove 99% 
of contaminations both from the surface and points inaccessible 
for other traditional methods (hand washing, by immersion etc.).

Mit Mikroprozessor gesteuerte Waschanlage Serie WP-420 
ist ein modernes Gerät für Arbeit in der Produktion und bei 
Servicebedingungen. Grosse Auswahl Waschprozessparameter, 
ermöglicht das Entfernen bis 99% Vereinigungen, nicht nur aus 
der Fläche, aber auch aus Teilen, die man nicht mit anderen 
Methoden reinigen kann (Handwaschen, Duschwaschen 
oder Tauchwaschen).

Ìèêðîïðîöåññîðíîå óïðàâëåíèå óëüòðàçâóêîâîé îòìûâêè 
ñåðèÿ WP - 420 - ýòî ñîâðåìåííûå ïðèáîðû, ïðåäíàçíà÷åííûå 
äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ ïðîèçâîäñòâà è ñåðâèñà.
Øèðîêèå âîçìîæíîñòè ïîäáîðà ïàðàìåòðîâ ïðîöåññà î÷èñòêè
 ïîçâîëÿþò ëèêâèäèðîâàòü 99% íå÷èñòîò íå òîëüêî 
ñ ïîâåðõíîñòè èçäåëèÿ, à òàêæå ñ òåõ ìåñò, êîòîðûå íåäîñòóïíû 
ïðè èñïîëüçîâàíèè äðóãèõ ìåòîäîâ (ò.ê. ðó÷íàÿ î÷èñòêà,
ïîãðóæåíèå, ñïðýé è ò.ï.) 

Catalogue number

Internal tank dimensions

Ultrasonic specification

Heater power

Tank

WP - 420 B

300 x 240 x 150 mm

200 W

1000 W

10 L

Ultrasonic cleaner REECO UCM    /  REECO UCM  Ultraschallwaschanlage / Óëüòðàçâóêîâàÿ îòìûâêà REECO UCM

.
Digital control: Power of generator 30/50 Watts
Time of work programmable
Container dimensions: 170x90x55mm

Zahlsteuerung:  Stromverbrauch des Generators 30/50 W.
Programmierung der Arbeitszeit.
Behältergrösse: 170x90x55 mm

Öèôðîâîå óïðàâëåíèå: ìîùíîñòü ãåíåðàòîðà 30/50 Âàòò, 
ïðîãðàììèðîâàíèå âðåìåíè ðàáîòû.
Ðàçìåðû ñîñóäà: 170õ90õ55ìì

Small, compact ultrasonic cleaner, perfect for typical servicing applications (GSM repairs).

Kleine Kompaktwaschanlage geeignet für typische Serviceanwendung (besonders bei GSM Service).

Ìàëåíüêàÿ êîìïàêòðàÿ óëüòðàçâóêîâàÿ îòìûâêà - èäåàëüíà äëÿ ñåðâèñà (îñîáåííî â ñåðâèñàõ GSM).

Possibility of creating optional system which combines 
REECO station, pre-heater and stand. The system enables 
the operator to carry out applications impossible to perform 
manually. 

Software compatible with Windows system enables drawing 
of actual temperature / time diagrams, changing 
of all parameters, profiles saving, characteristic 
inclination readout, profile modeling, operating according 
to previously created and saved profile etc. 

Unter Mitwirkung mit dem Erwärmer und Gestell  kann man
solche  Arbeiten machen, die manuell unmöglich sind.

Die Programmierung funktioniert im Windowssystem. 
Es ermöglicht das Aufzuzeichnen des richtigen 
Wärme- und Zeitverlaufs als auch die Änderung aller 
Parameter , der Profilmodellierung,  und die Arbeit mit 
vorher gezeichnetem Profil u.s.w.

Äåéñòâóþùàÿ ñîâìåñòíî ñ ïîäîãðåâàòåëåì 
è øòàòèâîì ñòàíöèÿ ñîçäà¸ò âîçìîæíîñòü 
ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèé, íåâîçìîæíûõ ïðè ðó÷íîì 
óïðàâëåíèè ïîçèöèîíèðîâàíèåì ýëåìåíòîâ.

Ïðîãðàììû â ñèñòåìå Windows  ïîçâîëÿþò ñëåæåíèå 
ôàêòè÷åñêèõ èçìåíåíèé òåìïåðàòóðû âî âðåìåíè, 
èçìåíåíèå âñåõ ïàðàìåòðîâ, çàïèñü ïðîôèëÿ, 
ñ÷èòûâàíèå êðèâîé õàðàêòåðèñòèêè, ìîäåëèðîâàíèå 
ïðîôèëÿ, ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîôèëåì, 
ñîçäàííûì è çàïèñàííûì ðàíåå.

 

  

RA-250e - Rework Station

 
Station RA-250e-Grundbesteck
Ñòàíöèÿ RA-250e - îñíîâà êîìïëåêòà.

PCB Pre-heater  - regular temperature distribution 
Anwärmer  PCB-gleichmassige W rme auf der ganzen Platteä
Ïîäîãðåâàòåëü ÐÑÂ - ðàâíîìåðíîå ðàçëîæåíèå òåìïåðàòóðû íà âñåé ïîâåðõíîñòè ïëàòû.

Stand - stable board mounting and component positioning
Gestell - stabile Befestigung der Platte und genaue Anordnungsposition
Øòàòèâ - ñòàáèëüíàÿ óñòàíîâêà ïëàòû è òî÷íîå ïîçèöèîíèðîâàíèå âñåé ñèñòåìû.

1

2

3
Software - system, programming and process control
Programmierung - Programmzeichnung, Programmierung, und Kontrolle des Arbeitsprozesses
Ïðîãðàììû - óïðàâëåíèå ñèñòåìîé, ïðîãðàììèðîâàíèå è êîíòðîëü âñåãîïðîöåññà.

4
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Station RA-150e / / Station RA-150e  Ñòàíöèÿ RA-250e  

      
               

     

Grounding and antistatic protection.
Erdung und antistatische Versicherung.
Çàçåìëåíèå è àíòèñòàòè÷åñêàÿ çàùèòà.

250W

0100 – 450 C

0.3 – 24 l/min

Heater: 
Heizelement:
Ãðåþùèé ýëåìåíò:

Temperature range:
Temperaturbereich:
Äèàïàçîí òåìïåðàòóð ðàáîòû:    

Air flow range:
Luftstrombereich:
Ïðåäåëû ïðîõîæäåíèÿ âîçäóõà: 

Handpiece connection - high temperature resistance.
Kabelhandgriff - wiederstandsfähig auf hohe Temperaturen.
Ïðîâîä ðó÷êè - óñòîé÷èâûé íà âûñîêèå òåìïåðàòóðû.

WP - 420 C

500 x 300 x 150 mm

500 W

1500 W

20 L

K a t a l o g n u m m e r

Innere Wanneabmessung

Leistung der Ultraschallen

W ä r m e l e i s t u n g

Wannegehalt Set for advanced works with BGA/SMD / Besteck zu fortgeschrittener Arbeit mit SMD/BGA /
Êîìïëåêò äëÿ ñëîæíûõ îïåðàöèé ñ BGA/SMD  

Ultrasound cleaners  WP-420 series / Waschanlage-Serie WP-420 / Óëüòðàçâóêîâûå îòìûâêè-ñåðèÿ WP- 420

Íîìåð ïî êàòàëîãó

Âíóòðåííèå ðàçìåðû âàííû

Ìîùíîñòü óëüòðàçâóêîâ

Ìîùíîñòü íàãðåâà

Îáú¸ì âàííû

Íîìåð ïî êàòàëîãó

Âíóòðåííèå ðàçìåðû âàííû

Ìîùíîñòü óëüòðàçâóêîâ

Ìîùíîñòü íàãðåâà

Îáú¸ì âàííû

Catalogue number

Internal tank dimensions

Ultrasonic specification

Heater power

Tank

K a t a l o g n u m m e r

Innere Wanneabmessung

Leistung der Ultraschallen

W ä r m e l e i s t u n g

Wannegehalt

Rework hot air station, equipped with precise temperature 
omeasurement and regulation unit (accuracy level +/- 6 C - whole 

air flow range).
Wide range of applications  starting with small components 
(resistors) to large PLCC. 
Unique heater cooling function (when working process is finished).
Many replaceable nozzles available both standard and custom made.

Anlage zur kontaktlosen Montage und Demontage  (heisse Luft), 
0ausgerüstet mit präziser Temperaturregulierung, bis +/- 6 C im 

ganzen Luftstrombereich.
Grosse Möglichkeit, zur Anwendung in Zusammenarbeit mit kleinen 
Rezistor Anordnungen, bis zu Anordnungen in grossen Gehäuse 
z.B. PLCC. 
Aussergewöhnliche Kühlfunktion des Heizkörpers nach dem Ausschalten.
Viele austauschbare Düsen - universal und für konkrete Gehäuse.

Ñòàíöèÿ äëÿ áåçêîíòàêòíîãî ìîíòàæà è äåìîíòàæà 
(ãîðÿ÷èé âîçäóõ),îáåñïå÷åííàÿ òî÷íîé ñèñòåìîé èçìåðåíèÿ 
è ðåãóëèðîâêè òåìïåðàòóðû ñ òî÷íîñòüþ +/-6°Ñ íà ïðîòÿæåíèè
âñåãî ïðîöåññà ðåãóëèðîâêè ïðîõîæäåíèÿ âîçäóõà.
Áîëüøèå âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ â ðàáîòå ñ ñèñòåìàìè, 
íà÷èíàÿ îò ìàëûõ ðåçèñòîðîâ è çàêàí÷èâàÿ ñèñòåìàìè áîëüøèõ 
ãàáàðèòîâ, òàêèìè êàê: PLCC. 
Óíèêàëüíàÿ ôóíêöèÿ îõëàæäåíèÿ ãðåþùåãî ýëåìåíòà ïîñëå 
âûêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ. 
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñîïåë: óíèâåðñàëüíûõ è äëÿ êîíêðåòíûõ 
êîðïóñîâ.

Durable and portable station for continuous, long lasting work. 
Die Anlage ist mobil und dauerhaft  für vielstundige Dauerarbeit vorgesehen.
Ïðî÷íûé, ìîáèëüíûé ïðèáîð, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ íåïðåðûâíîé 
ìíîãî÷àñîâîé ðàáîòû.



Pre-Heater PCB / Anwärmer PCB / Ïîäîãðåâàòåëü ÐÑÂ  

 

 

• IR preheating
• Precise digital control 
   and temperature measurement
• Regular surface heating
• Aluminum board with limiters 
   - stable PCB mounting 
• Overheating protection 

IR-550 IR-550 IR-550

Power Requirements

Temperature range

: 
110/230 V
Power:
680 W

:
0300 C 

Stromversorgung:

Stromverbrauch:

 Temperatur:

110/230 V

680 W
Max.

0300 C 

Ïèòàíèå

Ðàñõîä ìîùíîñòè

Tåìïåðàòóða:

:
110/230 V

:
680 W

0300 C 

• Produced for standardized 
  components 
• BGA and BGA soldering 
   balls regeneration
• Precise, durable and light 
   aluminums construction 
• Fast and effective BGA 
  reballing

µ

• Schablone zur Überholung BGA
• Produziert für konkrete 
   Artanordnung
• Sie sind für die Überholung 
  von verschiedenen Kugeln 
  in BGA und BGA  Anordnungen
• Die Konstruktion ist aus leichtem 
  Aluminium, aber unzerstörbar

µ

BGA rework stencils / /   Schablone zur Überholung BGA Øàáëîíû äëÿ ðåãåíåðàöèè BGA 

Precisely feeds required amount of solder
Eliminates direct operator's contact with solder 
Speed and time of feeding programmable
Compatible with all popular types 
of soldering irons
Solder wire diameters: 0,8mm; 1,0mm; 1,5mm

 

 

  

Power Requirements: 

Length of cord:

Measures: 

Spool with solder:

 
12v/300 mA. AC 

 
1200 mm

180x 82 x 110 mm
 

0,25; 0,5 kgs

Netzspannung: 
12v/300 mA. AC 
Stromleiter: 
1200 mm 
Abmass: 
180x 82 x 110 mm
L tspulle mit Lötmittel: 
0,25; 0,5 kg

ö

Ïèòàíèå:
12v/300 ìA. AC
Äëèíà ïðîâîäà: 
1200ìì
Ðàçìåðû:
180x 82 x 110 ìì
Êàòóøêè ñ ïàÿëüíûì ìàòåðèàëîì: 
0,25; 0,5 êã

 

 

Solder wire feedder   / Zinnzugeber / Ïîäàò÷èê îëîâà

Dispenser / Dispensier / Äèñïåíñîð

Precise proportioning of prepare liquid 
quantity in specified time
It decreases costs and speeds up gluing, 
glue spreading, flooding  processes, solder 
paste.
Production leading according .
to technology standards.
Possibility of manual or automatic work.

 

  

Power: 

Repeating of proportioning:

Minimal proportioned quantity of matter: 
0,01ml

24 VDC 
 

+/-5%

Solder Pots / Löttiegel / Ïàÿëüíûå òèãåëè

WP - 50 B

50 mm

500 g

160 W
0430 C

WP - 100 B

100 mm

2300 g

280 W
0430 C

Used for fast tinning of cables and wires, removing of conformal coating and mounting through-hole components. 
Solder pots are equipped with temperature control system and stainless pot.

Man benutzt zum schnellen Verzinsen der Drahtenden, zur Entfernung Drahtlake und Emalien und auch zur Montage 
durchziehender Elemente.
Löttiegel sind aus Edelstahl gebaut und die Wärme der Wanne ist reguliert.

Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïîëóäû íàêîíå÷íèêîâ ïðîâîäîâ è îáìîòî÷íûõ ïðîâîëîê , î÷èñòêè îò ëàêîâ è êðàîê, 
à òàêæå ìîíòàæà ïðîòÿãèâàåìûõ ýëåìåíòîâ. Òèãåëè èìåþò ðåãóëèðîâêó òåìïåðàòóðû è âàííû 
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.

Lead and lead-free solder pots
Löttiegel zum Löten ohne und mit Blei
Òèãåëè äëÿ ïàéêè ñî ñâèíöîì è áåç ñâèíöà

Catalogue number

Internal pot diameter

Capacity

Power requirement

Max temperature

Teilt mit grosser Präzision Lötmaterial
Die Hände haben keinen Kontakt mit Blei 
Möglichkeit zu programmieren 
(Geschwindigkeit und Zeit der Eingabe)
Arbeitet mit jedem Lötkolben.
Lötdrahteingabe mit Durchmesser 
0,8;1,0;1,5 mm (wie Bestellung)

Dosierung mit grosser Präzision 
in bestimmter Zeit und bestimmter Menge.
Die Kosten werden verkleinert, 
der Arbeitprozess wird schneller. 
Die Produktion lauft übereinstimmend 
mit den Technologienormen.
Die Arbeit lauft automatisch oder manuell.

Speisung: 
24 VDC
Dosierungsfrequenz:  
+/- 5%
Minimale Zuteilung der Substanz 
0,01 Ml

• Gewärmt mit Infrarot-Strahlung
• Wärme ist ziffermassig gesteuert
• Gleichmassige Wärme auf 
   der ganzen Fläche  
• Aluminiumplatten mit Beschrenker  
  ermöglichen stabiles 
  Festhalten PCB
• Hat Sicherung vor Überhitzung

Katalognummer

Innerer Durchschnitt des Tiegel

Masseeinsatz

Stromverbrauch

Maximal Temperatur

Ñ òî÷íîñòüþ äîçèðóåò êîíêðåòíîå êîëè÷åñòâî 
âÿæóùåãî ìàòåðàëà Îñâîáîæäàåò ëàäîíè 
îïåðàòîðà îò êîíòàêòà ñî ñâèíöîì Âîçìîæíîñòü 
óñòàíîâêè ïðîãðàììû ðàáîòû ïðèáîðà 
(ñêîðîñòü è âðåìÿ ïîäà÷è) Ìîæåò ðàáîòàòü 
ñîâìåñòíî ñ êàæäûì ïàÿëüíèêîì Ïîäà÷à 
ïðîâîëîêè äèàìåòðîì 0,8, 1,0, 1,5ìì 
( â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêàçîì)

Ïèòàíèå: 
24 VDC
Ïîâòîðÿåìîñòü äîçèðîâàíèÿ:
+/-5%
Ìèí. äîçà âåùåñòâà
0,01 ml

Ñ òî÷íîñòüþ äîçèðóåò çàäàííîå êîëè÷åñòâî 
âÿæóùåãî ìàòåðàëà â êîíêðåòíîì ïðîìåæóòêå 
âðåìåíè.
Óìåíüøàåò ñòîèìñòü è óñêîðÿåò ïðîöåññû 
êëåéêè, íàêëàäûâàíèÿ è çàëèâà.
Ïðîâåäåíèå ïðîèçâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèè 
ñ òåõíîëîãè÷åñêèìè íîðìàìè.
Âîçìîæíîñòü ðàáîòû â ðó÷íîì 
è àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.

• Ïîäîãðåâàíèå èíôðàêðàñíûì 
   èçëó÷åíèåì. Òî÷íîå öèôðîâîå 
   óïðàâëåíèå è èçìåðåíèå 
   òåìïåðàòóðû. 
• Ðàâíîìåðíîå ïîäîãðåâàíèå 
   âñåé ïîâåðõíîñòè.
• Àëþìèíåâàÿ ïëàòà 
   ñ îãðàíè÷íèêàìè ïîçâîëÿåò 
   íà ñòàáèëüíóþ óñòàíîâêó ÐÑÂ.
• Ïðåäîõðàíåíà ïåðåä 
   íàãðåâàíèåì.

• Ïðîèçâîäñòâî äëÿ êîíêðåòíûõ 
   âèäîâ ñèñòåì.
• Ñëóæàò äëÿ ðåãåíåðàöèè øàðèêîâ 
   ïàéëüíîãî ìàòåðèàëà ñèñòåì 
   BGA i µBGA ðàçëè÷íîãî âèäà
• Òî÷íàÿ ïðî÷íàÿ è ë¸ãêàÿ 
   êîíñòðóêöèÿ èç ñïëàâîâ àëþìèíèÿ,
• Áûñòðûé è ýôôåêòèâíûé ñïîñîá 
   íàíîøåíèÿ øàðèêîâ ïàéëüíîãî 
   ìàòåðèàëà íà ýëåìåíòû BGA.

Íîìåð ïî êàòàëîãó

Âíóòðåííèé äèàìåòð òèãåëÿ 

Ìàññà çàãðóæàåìîãî ìàòåðèàëà

Ðàñõîä ìîùíîñòè

Ìàêñ.òåìïåðàòóðà.


